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公司名稱：弘塑科技股份有限公司 (股票代號：3131)
	輔導推薦證券商
	群益證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、中國信託證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司簡介】
弘塑科技於民國82年成立，89年搬遷至新竹工業區。本公司主要生產半導體蝕刻及清洗設備，供應如矽品、台積電、日月光、精材、星科金朋、昱晶、悠立、穏懋等知名客戶。目前主要產品營業額，佔國內蝕刻及清洗設備產值總額50%，在半導體封裝清洗及蝕刻濕製程更達到100%市佔率，民國89年開始研發的12吋設備，更取代了國外如SEZ、SEMITOOL、M.S.TEK等知名國際大廠，成為矽品、台積電、日月光等大廠的設備採購首選。

我們是自有品牌設備製造商，公司員工平均學歷為大學，平均年齡為33歲，擁有自行設計、發包、測試、安裝的能力。公司目前專注於先進濕式製程設備之機構研發，我們的技術來源除了與日本、德國等國外公司合作外，更來自於本身堅強的研發設計團隊，並以設備自製自豪。綜觀過去十年，建立了：成功開發出第一台8吋單晶圓濕式旋轉清洗設備、開發出第一套12吋全自動濕式晶圓清洗設備及第一套12吋單晶圓濕式清洗設備、銅電鍍(Cu plating)機台、鎳電鍍(Ni plating)機台、化鍍(electro-less plating)機台…等重要里程碑。弘塑科技現有一座耗資上億的實驗室，提供客戶及公司製程團隊進行先進製程開發測試之用，期使技術能不斷進步與增長，以求符合客戶的需求與滿意，多年以來本公司所經營的自有品牌價值，環視國內已無人能出其右。

【歷史沿革】
82年 5月：弘塑科技有限公司成立。

86年11月：組織型態由有限公司變更為股份有限公司。

88年 1月：經DNV認證公司稽核取得ISO 9002認證資格。

88年 9月：與工研院機械所成功開發出第一台8吋單晶圓濕式旋轉清洗設備，符合0.13um線寬同製程所需。

89年 5月：遷入新廠－新竹縣湖口鄉大同路13號(現址)。

89年 9月：開發出第一套12吋全自動濕式晶圓清洗設備及第一套12吋單晶圓濕式清洗設備。

90年 6月：證期會（現已改為證期局）核准公開發行。
91年 3月：經SGS認證取得ISO 9001資格。

91年 7月：經由第三地區投資安內華弘塑（上海）半導體設備有限公司。

93年 1月：經由第三地區投資弘塑電子設備（上海）有限公司。

93年 4月：因應公司營運需求撤銷公開發行。
93年11月：開發出第一套銅電鍍(Cu plating)機台。

94年 9月：開發出第一套鎳電鍍(Ni plating)機台。

94年12月：出售經由第三地區投資之安內華弘塑（上海）半導體設備有限公司及弘塑電子設備（上海）有限公司。

95年 7月：為改善財務結構辦理減資158,527仟元，減資後實收資本額為131,473仟元。

95年 8月：開發出第一套化鍍(electro-less plating)機台。

96年 7月：辦理盈餘轉增資13,147仟元、員工紅利轉增資4,430仟元暨現金增資10,950仟元，增資後實收資本額為160,000仟元。

97年 5月：成立100%持有之香港子公司Grand Plastic Technology Limited。
97年 6月：辦理盈餘轉增資30,000仟元暨現金增資10,000仟元，增資後實收資本額為200,000仟元。

97年 9月：獲證期局核准公開發行，證券代號3131。

97年11月：經由100%持有之香港子公司Grand Plastic Technology Limited轉投資設立100%持有之弘懋光電科技(上海)有限公司，註冊資本金為美金伍拾萬元整。
【經營理念】

弘塑科技提供給員工的是自由學習的環境，企業經營強調的是專業分工與誠信正直，為提升競爭力，我們將持續延攬各類菁英，以專業分工的團隊共同研發先進濕製程設備技術。如何開發出具有競爭力的設備，並廣為各家封測廠、半導體廠所樂於採用，便是本公司積極努力的目標。本公司之營業宗旨，在於掌握半導體設備自製與提升相關產業技術。
【未來展望】

弘塑科技除了致力於持續成為半導體蝕刻及清洗設備之領導製造商，並希望擴大台灣半導體業濕製程設備的佔有率之外，更計劃開發前段濕製程設備，積極佈署大陸市場的業務及投入TFT-LCD光電產業、微機電產業的市場拓展，期望能立足台灣放眼大陸。本公司的業務在質與量均不斷成長下，期望能替股東及員工創造最大的利益。




                                                                          

	主要業務項目：

本公司主要營業內容為：半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程；半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。


	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
半導體設備業之產品為半導體製造機台，其上游為零組件製造商，下游為半導體製造業。其上中下游關係如下圖所示：
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	產品名稱

	產品圖示
及介紹

	重要用途或功能

	97年度

營收金額(仟元)

	佔總營收

比重(%)


	酸槽設備
	



	酸槽設備應用在清洗、顯影、蝕刻及去光阻…等半導體製程。目前依晶圓尺寸分為6”、8”、12”等。 

	231,685

	63.13


	單晶片
旋轉機台
	



	單晶片旋轉機台應用在清洗、蝕刻、去光阻等半導體製程，並隨著線寬縮小、晶圓尺寸加大，單晶片旋轉製程已成必然趨勢。
	108,550

	29.58


	其他

	維修服務及
材料買賣
	半導體及積體電路製造設備之維修與材料、零組件買賣。
	26,735
	7.29

	合     計

	366,970

	100.00



	


                                                                        

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
                                                       單位：新台幣仟元
	年度

項目
	93年
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年截

至3月份止

	營業收入
	322,718
	176,092
	276,290
	334,264
	366,970
	159,890

	營業毛利
	53,860
	39,797
	94,570
	103,471
	153,280
	52,484

	毛利率(%)
	16.69
	22.60
	34.23
	30.95
	41.77
	32.83

	營業外收入
	4,886
	3,266
	60,495
	15,382
	1,704
	2,170

	營業外支出
	19,103
	51,558
	36,251
	305
	6,579
	2,548

	稅前損益
	(44,463)
	(66,550)
	49,209
	37,746
	56,219
	38,622

	稅後損益
	(44,463)
	(66,550)
	49,143
	37,746
	56,600
	38,622

	每股盈餘（元）
	(1.53)
	(5.06)
	3.30
	2.05
	2.90
	-

	股利發放
	現金股利(元)
	0
	0
	1.9
	0
	(註1)
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	0
	0
	0
	0
	(註1)
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	0
	0
	1
	1.875
	(註1)
	-


  註1：97年度盈餘分配案尚未經董事會決議，

最近五年度簡明資產負債表
                                                               單位：新台幣仟元
	      年

項           度

         目
	最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)

	
	93年度
	94年度
	95年度
	96年度
	97年度

	流動資產
	228,237
	206,060
	283,550
	292,389
	375,836

	基金及投資
	42,867
	10,078
	0
	28,892
	19,683

	固定資產
	48,572
	19,987
	20,767
	24,702
	23,855

	無形資產
	0
	0
	0
	0
	0

	其他資產
	19,472
	10,105
	2,866
	2,836
	2,743

	資產總額
	339,148
	246,230
	307,183
	348,819
	422,117

	流動負債
	分配前
	143,452
	114,577
	124,170
	138,301
	147,629

	
	分配後
	143,452
	114,577
	150,480
	142,614
	(註2)

	長期負債
	0
	0
	0
	0
	0

	其他負債
	2,044
	180
	2,397
	8,496
	940

	負債總額
	分配前
	145,496
	114,757
	126,567
	146,797
	148,569

	
	分配後
	145,496
	114,757
	152,877
	151,110
	(註2)

	股  本
	290,000
	290,000
	131,473
	160,000
	200,000

	資本公積
	0
	0
	0
	0
	10,000

	保留盈餘
	分配前
	(91,977)
	(158,527)
	49,143
	43,002
	65,289

	
	分配後
	(91,977)
	(158,527)
	5,256
	8,689
	(註2)

	累積換算調整數
	(4,371)
	0
	0
	0
	210

	金融商品未實現

損益
	0
	0
	0
	(980)
	(1,951)

	未認列為退休金成本之淨損失
	0
	0
	0
	0
	0

	股東權益

總    額
	分配前
	193,652
	131,473
	180,616
	202,022
	273,548

	
	分配後
	193,652
	131,473
	154,306
	197,709
	(註2)


註1：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2：97年度盈餘分配案尚未經董事會決議，暫不追溯調整。
                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	95年
	96年
	97年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	34.23
	30.95
	41.77

	
	流動比率(%)
	228.36
	232.31
	254.58

	
	應收帳款天數(天)
	96
	78
	78

	
	存貨週轉天數(天)
	3.29
	3.68
	7.89

	
	負債比率(%)
	41.20
	42.08
	35.20


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image8.png]


















 





  


                           


                                                        





      單位：新台幣仟元  
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